
国際スマートグリッドＥＸＰＯ 出展のご案内

拝啓

寒冷の候、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社は来る３月２日から４日まで東京ビッグサイトで開催されます第１回国際スマートグリッ

ドＥＸＰＯに出展いたします。

スマートグリッド（次世代電力網）の構築は、地球温暖化防止を目的とする新たな産業として脚光を

浴びております。弊社は、最先端のはんだ付け材料を用いて、太陽光パネル実装、パワーデバイス実

装、ＬＥＤ実装で『スマートグリッド イノベーションをサポート』をコンセプトに各種材料を展示

いたします。

主な出展製品は、省エネ低温実装材料Ｓｎ-Ｂｉ系Ｌ２０＆２３、車載用途向け高信頼性鉛フリー材

料Ｍ５３、パワーエレクトロニクスで良好な放熱性をお約束するＮｉボール入りプリフォームソルダ

ーＨＱ、半導体実装での耐落下衝撃特性に優れたはんだボール用材料Ｍ６１、太陽光モジュール用フ

ラックスＥＳ-Ｚ-１５half、Ｍ７０５と同等以上の長期接合信頼性を実現した低銀Ｍ４０、太陽光モ

ジュール用銀ナノペースト、リフロー装置CX430 & SNR850MB、はんだ材料を応用したスプリ

ンクラーや可溶栓、ＥＩＣＣに加盟した報告をいたします。

ご多用とは存じますが、ご来場賜り弊社製品をご高覧くださいます様、ご案内申し上げます。

敬具

半導体パッケージング展 展示製品

千住金属工業株式会社

社長 長谷川 永悦
東２ホール 東９-３ で展示致します
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■ 千住金属工業株式会社 本社；東京都足立区千住橋戸町23番地 〒120-8555
TEL; 03(3888)5151㈹ FAX; 03(3870)3032
URL; http://www.senju-m.co.jp

■ 営業一部（材料系）03（3888）5152（直通）

■ 営業二部（装置系）03（3888）5154（直通）


